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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY -

Part 3: Standard method for the specification of
components for through hole reflow (THR) soldering

FOREWORD
The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s ization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obj is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the elect{i electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standarg Wi ecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides e d “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a qittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. i 3
governmental organizations liaising with the IEC also participate in fkj . |E aborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in &dccorda Wi
agreement between the two organizations.
The formal decisions or agreements of IEC on technical mattg S possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since eac
interested IEC National Committees.

Independent certification bodies provide conformity
marks of conformity. IEC is not responsible for any

patent rights. IE€ shall yot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61760-3 has been prepared by IEC technical committee 91:
Electronics assembly technology.

The text of this standard is based on the following documents:

CDV Report on voting
91/856/CDV 91/898/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 61760 series, under the general title Surface mounting technology
can be found on the IEC website.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

IMPORTANT - The 'colour inside’' logo on the cover page of this publication indicates
that it contains colours which are considered to be useful

understanding of its contents. Users should therefore print thj using a

colour printer. /\

O
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SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY -

Part 3: Standard method for the specification of
components for through hole reflow (THR) soldering

1 Scope and object

This part of IEC 61760 gives a reference set of requirements, process conditions and related
test conditions to be used when compiling specifications of electronic gompogents that are
intended for usage in through hole reflow soldering technology.

The following referenced documents are indigpe he” application of this document.
For dated references, only the edition i undated references, the latest edition
of the referenced document (including

IEC 60068 (all paj
IEC 60068-2-20, e g /— Part 2-20: Tests — Test T: Test methods for
solderability and rgsy y

IEC 60068-2¢21 \Environmentak testing — Part 2-21: Tests — Test U. Robustness of
terminatighs apd integrakmouwting devices

IEC 60068-2-45: 3asic environmental testing procedures — Part 2-45: Tests — Test XA
and guidance: ion in cleaning solvents
Amendment 1:199

IEC 60068-2-58, Environmental testing — Part 2-58: Tests — Test Td: Test methods for
solderability resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface
mounting devices (SMD)

IEC 60068-2-77, Environmental testing — Part 2-77: Tests — Body strength and impact shock

IEC 60068-2-82, Environmental testing — Part 2-82: Tests — Test XW,: Whisker test methods
for electronic and electric components

IEC 60194, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions

IEC 60286 (all parts), Packaging of components for automatic handling
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IEC 60286-3, Packaging of components for automatic handling — Part 3: Packaging of surface
mount components on continuous tapes

IEC 60286-4, Packaging of components for automatic handling — Part 4: Stick magazines for
electronic components encapsulated in packages of form E and G

IEC 60286-5, Packaging of components for automatic handling — Part 5: Matrix trays

IEC 60749-20, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 20:
Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering
heat

IEC 61760-2, Surface mounting technology — Part 2: Transportation and. $ enconditions of

surface mounting devices (SMD) — Application guide

IEC 62090, Product package labels for electronic components
dimensional symbologies

ISO 8601, Data elements and interchange formats
Representation of dates and times

O
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TECHNIQUE DU MONTAGE EN SURFACE -

Partie 3: Méthode normalisée relative a la spécification
des composants pour le brasage par refusion a trous traversants
(THR, Through Hole Reflow)

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités i

organlsatlons |nternat|ona|es gouvernementales et non gouvernel
également aux travaux La CEIl collabore étroitement avec I Or 5

ationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
Sublications de la CEl dans leurs publications
Publications de la CEIl et toutes publications

imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataire i s particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités

8) L'attention est atfirée syr les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatbire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61760-3 a été établie par le comité d'études 91 de la CEIl:
Techniques d'assemblage des composants électroniques.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

CbhVv Rapport de vote
91/856/CDV 91898/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de la présente norme.

La présente publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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Une liste de toutes les parties de la série CEI 61760, sous le titre général Technique du
montage en surface, peut étre trouvée sur le site internet de la CEl.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site internet de la CEIl a I'adresse suivante: "http://webstore.iec.ch",
dans les données relatives a la publication spécifique. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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TECHNIQUE DU MONTAGE EN SURFACE -

Partie 3: Méthode normalisée relative a la spécification
des composants pour le brasage par refusion a trous traversants
(THR, Through Hole Reflow)

1 Domaine d'application et objet

La presente partie de la CEI 61760 fournlt un ensemble de references diexige ces indiquant

destinées a la THR et les composants pour montage
méme placement et au méme processus de montage.
et les exigences faisant nécessairement partie de tou

document. Pour les référenc S e_l'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derpiere édition™du decurenide référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60062, Marking_s s dand capacitors (disponible en anglais seulement)

CEI 60068-2-21, wironmental testing — Part 2-21: Tests — Test U:. Robustness of
terminations and integral mounting devices (disponible en anglais seulement)

CEI 60068-2-45:1980, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique -
Partie 2-45: Essais — Essai XA et guide: Immersion dans les solvants de nettoyage
Amendement 1: 1993

CEIl 60068-2-58, Essais d'environnement — Partie 2-58: Essais — Essai Td - Méthodes d'essai
de la soudabilité, de la résistance de la métallisation a la dissolution et résistance a la chaleur
de brasage des composants pour montage en surface (CMS)

CEI 60068-2-77, Essais d'environnement — Partie 2-77: Essais — Résistance du corps et
résistance aux chocs par impact

CEI 60068-2-82, Essais d'environnement — Partie 2-82: Essais — Essai XW,: Méthodes de
vérification des trichites pour les composants électroniques et électriques


https://webstore.iec.ch/publication/5871&preview

61760-3 © CEI:2010 - 29 -

CEI 60194, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions
(disponible en anglais seulement)

CEI 60286 (toutes les parties), Emballage de composants pour opérations automatisées

CEI 60286-3, Emballage de composants pour opérations automatisées — Partie 3: Emballage
des composants appropries au montage en surface en bandes continues

CEI 60286-4, Emballage de composants pour opérations automatisées — Partie 4: Magasins
chargeurs pour composants électroniques moulés de forme E et G

CEI 60286-5, Packaging of components for automatic handling — Pa
(disponible en anglais seulement)

: Matrix trays

CEI 62090, Etiquettes d'emballage de produits
code a barres et une symbologie bidiménsionpéfe

ISO 8601, Eléments de données el\
Représentation de la date et de I'heursg
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